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DESCRIPCION
Dispositivo de montaje para aplicar un médulo de chip RFID sobre un sustrato, especialmente una etiqueta

Objeto de lainvencion

La invencion se refiere a un dispositivo de montaje para aplicar un moédulo de chip RFID sobre un sustrato,
especialmente una etiqueta.

Antecedentes de lainvencidn y estado de la técnica

Para dotar sustratos de al menos un conductor, especialmente de etiquetas con chips transpondedores RFID, como
se muestra en el documento WO2009 / 003299A1, se ha mostrado que es ventajoso emplazar este tipo de chips
transpondedores RFID inicialmente sobre médulos de chip RFID, cuyas conexiones estan provistas de un soldante.
Estos mddulos de chip han de aplicarse entonces de forma ventajosa sobre una tira de sustratos prefabricados, tales
como etiquetas, especialmente etiquetas textiles. Estos conductores, por ejemplo, estan aplicados en los sustratos
por impresion, tejeduria, cosido o similar. Estos conductores son, por ejemplo, conductores de antena para los
moédulos de chip RFID. Los mddulos de chip RFID se unen con el conductor por la fusién del soldante, en el punto
en el que esta dispuesto el soldante. Sin embargo, este montaje parece complicado y aparatoso.

El documento US2003 / 136503A1 da a conocer un procedimiento para el ensamblaje continuo de modulos de chip
RFID y antenas, mediante un dispositivo punzonador para punzonar los médulos de chip RFID a partir de una banda
de soporte. El dispositivo punzonador del documento US2003 / 136503A1 debe presentar una matriz de punzonado
con una abertura de punzonado para la recepcion en la posicion exacta de un mddulo de chip RFID que se ha de
punzonar, asi como un punzén dispuesto encima de la abertura de punzonado. Debajo de la abertura de punzonado
debe estar dispuesto un soporte para la recepcién en la posicién exacta de un sustrato. Esta dispuesto un dispositivo
de succidn para sujetar el médulo de chip RFID. Ademas, en el documento US2003 / 136503A1 estéa previsto fijar los
moédulos de chip RFID a los contactos de antena con la ayuda de un adhesivo, debiendo estar configuradas las
antenas como dibujos sobre el sustrato.

El documento US2004 / 192011A1 da a conocer una unidad de montaje con un dispositivo para posicionar y aplicar
chips RFID que en un procedimiento previo se cortaron en una oblea, mediante un pin sobre médulos conductores
correspondientes. Los médulos conductores estan orientados por encima de una linea de chips RFID de tal forma
que respectivamente un chip RFID de una linea pueda aplicarse sobre uno de los mddulos conductores. El
dispositivo presenta agujeros guia para el posicionamiento exacto del chip RFID. Ademas, esta previsto un
dispositivo calefactor por laser para establecer una unién conductora de respectivamente una conexién eléctrica del
chip RFID y del médulo conductor. La abertura de succion esta unida, mediante un conducto de succidn, con el
dispositivo de succidn, preferentemente una bomba de succion.

Representacién de lainvencién

Por lo tanto, la invencion tiene el objetivo de proporcionar un dispositivo de montaje con el que se pueda simplificar
el procedimiento de montaje antes mencionado, también en cuanto a la precision.

La invencion consigue el objetivo antes mencionado mediante un dispositivo de montaje segun la reivindicacion 1.
Las medidas de la invencién, en primer lugar, tienen como consecuencia que, por una parte, es posible una
simplificacién por las diversas funciones del dispositivo de montaje segun la invencion, pero por otra parte también
se consigue una mayor precision de la secuencia de produccion.

El dispositivo de montaje resulta especialmente ventajoso si el dispositivo de succion presenta una abertura de
succion dispuesta en el lado de punzonado del punzén. Para aplicar una depresion, la abertura de succién esta
unida, mediante un conducto de succién, con el dispositivo de succion, preferentemente una bomba de succion.

Asimismo, resulta ventajoso que el dispositivo calefactor comprenda hotspots realizados en el lado de punzonado
del punzén. Los hotspots pueden estar formados, por ejemplo, por aberturas en el lado de punzonado del punzon,
por las que un rayo laser incide en el médulo de chip RFID en sus puntos provistos de solvente. Los hotspots
pueden estar configurados como configurados como termodos que, preferentemente, pueden suministrarse y
realimentarse al punto de soldadura a través de canales de conduccién realizados en el punzon y que se alimentan
de calor mediante laser o cartuchos calefactores.

Los elementos antes mencionados, asi como los reivindicados y los descritos en los siguientes ejemplos de
realizacién que se emplean segun la invencion, no estan sujetos a condiciones de excepcion especiales en cuanto a
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su tamafio, forma, material y concepcion técnica, de tal forma que se pueden aplicar de forma ilimitada los criterios
de seleccidn conocidos en el campo de aplicaciéon correspondiente.

Descripcién breve de las figuras

Algunos ejemplos de realizacion de la invencion se describen en detalle, a continuacion, con la ayuda de dibujos en
los que muestran:

La figura 1 un dispositivo de montaje parea aplicar un modulo de chip RFID sobre una etiqueta, en una
representacién esquematica;

la figura 2 el dispositivo de montaje de la figura 1, en la posicién de partida, en seccion vertical;
la figura 3 el dispositivo de montaje de la figura 2, durante la colocacién y la soldadura del médulo de chip RFID;
la figura 4 el punzén del dispositivo de montaje en detalle.

Formas de realizaciéon de la invencién

Las figuras 1 a 4 muestran un dispositivo para el montaje de un moédulo de chip RFID 2 en un sustrato 4 en forma de
una etiqueta, suministrandose el sustrato 4 en forma de una banda de sustrato 6 y los mddulos de chip RFID 2 en
forma de una banda de soporte 8 de un dispositivo punzonador 10. Este Ultimo punzona respectivamente un modulo
de chip RFID 2 a partir de la banda de soporte 8 y lo suministra directamente a un sustrato 4 situado por debajo. El
dispositivo punzonador 10 estd combinado con un dispositivo calefactor 12 que une el médulo de chip RFID 2
dotado ya de soldante, con conductores dispuestos en el sustrato 4, especialmente con conductores de antena, por
la fusion del soldante. No estan representados el soldante existente en el mddulo de chip RFID 2, ni el conductor,
especialmente el conductor de antena, dispuesto en el sustrato 4.

El dispositivo punzonador 10 presenta un punzon 16 dispuesto en una placa de soporte 14 desplazable, en frente de
cuyo lado de punzonado 18 se encuentra una abertura de punzonado 20 de una matriz de punzonado 22. La banda
de soporte 8 yace sobre la matriz de punzonado 22 y se suministra de tal forma que el médulo de chip RFID 2 que
se ha de punzonar se encuentra en posicion exacta en la abertura de punzonado 20. Un dispositivo de
accionamiento no representado en detalle mueve el punzén 16 punzando el modulo de chip RFID a través de la
abertura de punzonado 20 hasta contra el sustrato 4 dispuesto en posicidén exacta sobre un soporte 24 por debajo de
la abertura de punzonado 20. El suministro de la banda de soporte 8 en posicion exacta con los mddulos de chip
RFID 2 y de la banda de sustrato 6 con los sustratos 4 puede realizarse generalmente a mano, pero
convenientemente existen guias y dispositivos de suministro controlados por medios de control segun la
configuracion de los sustratos de médulos de chip RFID.

Para evitar una caida incontrolada del médulo de chip FRID punzonado, el dispositivo punzonador 10 esta dotado de
un dispositivo de succién 26 que sujeta el modulo de chip RFID 2 en el lado de punzonado 18 desde el punzonado
hasta la fijacion al sustrato 4. En el presente ejemplo de realizacion, aqui, existe al menos una abertura de succion
28 dispuesta en el lado de punzonado, que a través de un canal de succion 30 en el punzén 16 esta unido de
manera no representada con un dispositivo de depresion. La depresion en la abertura de succion se aplica durante
el punzonado del mddulo de chip RFID y se vuelve a desconectar después de su union con el sustrato.

El dispositivo calefactor 12 combinado con el dispositivo punzonador 10 presenta en el lado de punzonado 18 del
punzoén 16 hotspots 32 asignados a los puntos de soldadura, pudiendo producirse el suministro de calor a través de
diversos procedimientos y medios (laser, cartuchos calefactores etc.). En el presente ejemplo, los hotspots 32,
preferentemente, quedan formados por elementos calefactores (termodos) 34 dispuestos en un soporte 36
desplazable mediante medios de accionamiento no representados en detalle. Los elementos calefactores 34 se
ponen en contacto con el mddulo de chip RFID 2 después del punzonado del moédulo de chip RFID 2 y su depésito
sobre el sustrato 4 a través de canales de conduccion 38 en el punzon 16, para fundir el soldante en el mddulo de
chip RFID y unir sus conexiones con los hilos conductores del sustrato 4. Después de la fusion del soldante se
retiran los elementos calefactores 34 y el punzon 16 permanece en el médulo de chip RFID 2 hasta la solidificacion
del soldante para evitar el desprendimiento del mismo. Después, el punzén 16 vuelve a su posiciéon de partida.
Resulta especialmente ventajoso que el dispositivo calefactor presente un dispositivo laser que emita
respectivamente un rayo laser por los canales de conduccion hacia el punto de soldadura correspondiente del
moédulo de chip RFID. El dispositivo laser permite un mejor control del procedimiento de soldadura tanto en el
aspecto térmico como en el temporal.

El sustrato puede ser, por ejemplo, una tira de papel, plastico o material textil. EI conductor puede estar unido con el
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sustrato correspondiente por impresion, cosido y, especialmente, por tejeduria o tricotado. En particular, el sustrato

es una etiqueta.

Lista de signos de referencia

oo AN

10

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

Maodulo de chip RFID
Sustrato

Banda de sustrato
Banda de soporte
Dispositivo punzonador
Dispositivo calefactor
Placa de soporte
Punzonador

Lado de punzonado
Abertura de punzonado
Matriz de punzonado
Soporte

Dispositivo de succion
Abertura de succion
Canal de succion
Hotspot

Elemento calefactor
Soporte

Canal de conduccion
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de montaje para aplicar un modulo de chip RFID (2) con al menos una conexion eléctrica
sobre un sustrato (4) con al menos un conductor, especialmente una etiqueta, que comprende:

- un dispositivo punzonador (10) para punzonar el médulo de chip RFID (2) a partir de una banda de soporte (8) con
una multitud de modulos de chip (2), presentando el dispositivo de punzonado una matriz d punzonado (22) con una
abertura de punzonado (20) para la recepcion de un médulo de chip RFID (2) en la posicion exacta, asi como un
punzén (16) dispuesto encima de la abertura de punzonado (20), estando dispuesto debajo de la abertura de
punzonado (20) un soporte (24) para la recepcion de un sustrato (4) en la posicién exacta y pudiendo desplazarse el
punzonador (16) hasta contra el sustrato (4);

- un dispositivo de succidn (26) para sujetar el mddulo de chip RFID (2) en el punzén (16); asi como

- un dispositivo calefactor (12) para fundir soldantes existentes en el médulo de chip RFID (2) para establecer una
unién conductora de respectivamente una conexion eléctrica del médulo de chip RFID (2) respectivamente con un
conductor del sustrato (4).

2. Dispositivo de montaje segun la reivindicacion 1, caracterizado porque el dispositivo aspirador (26)
presenta medios de succién para formar una depresion al menos en un punto del lado de punzonado (18) del
punzonador (16).

3. Dispositivo de montaje segln la reivindicacion 2, caracterizado porque los medios de succion
presentan una abertura de succion (28) dispuesta en el lado de punzonado (18) del punzén (16) para aplicar la
depresion.

4. Dispositivo de montaje seguin la reivindicacion 3, caracterizado porque la abertura de succion (28) esta
unida con un suministro de depresion mediante canales de succion (30) que se extienden por el punzén.

5. Dispositivo de montaje segun una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el dispositivo
calefactor (12) comprende termodos (34) que pueden suministrarse y realimentarse al punto de soldadura a través
de canales de conduccion (38) realizados en el punzon.

6. Dispositivo de montaje segun la reivindicacion 5, caracterizado porque los termodos (34) pueden
alimentarse de calor mediante una fuente de radiacién laser o un cartucho calefactor.

7. Dispositivo de montaje segun una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el dispositivo
calefactor (12) presenta un dispositivo laser que presenta respectivamente una fuente de rayos laser orientada hacia
el punto del médulo de chip RFID que se ha de soldar.
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